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内容概要

　　高速电路具有的许多特点，给PCB设计带来了电磁兼容、信号完整性、电源完整性等问题，本书
基于常用的PCB设计软件的应用，详细介绍了组成该系统的各个技术模块的性能特点与连接技术。

　　本书从高速电路的特点出发，分析高速电路与低速电路的区别，进而概括出高速电路所面临的三
大问题：电磁兼容、信号完整性和电源完整性。
并对这些问题的来龙去脉及其危害做了详细的分析；最后，通过具体的实例将这些问题的解决方法贯
穿到高速电路PCB设计的全过程之中。
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